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10 Bauteil fur eine Leiterplatte und 

Verfahren zum Bestucken einer Leiterplatte mit diesem Bauteil 

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Bauteil fur eine Leiterplatte mit einern Ge- 
hause, an dem wenigstens ein Zapfen zum Eingriff in ein Loch der Leiterplatte 
15 ausgebildet ist, wobei der Zapfen wenigstens eine Rastnase aufweist, welche in 
radialer Richtung bzgl. des Zapfens uber dessen AuRenumfang hinausragt, ge- 
m§B dem Oberbegriff des Anspruchs 1. Die Erfindung betrifft ferner ein Verfahren 
zum Bestucken einer Leiterplatte mit einem derartigen Bauteil gemaft dem Ober- 
begriff des Anspruchs 6. 

20 

Beim Bestucken eine Leiterplatte mit Bauteilen ist es fQr manche Bauteile notwen- 
dig, diese zusatzlich durch einen Zapfen mit Verrastung mechanisch an der Lei- 
terplatte zu befestigen. Hierbei greift der Zapfen durch ein Loch der Leiterplatte, 
wobei eine Rastnase an dem durchgreifenden Ende des Zapfens mit der dem 

25 Bauteil gegenQberliegenden Seite der Leiterplatte verrastet und dadurch das ein- 
mal eingesteckte Bauteil mechanisch fbciert. Hierbei isi es jedoch von Nachfeil,- 
daB bereits die Setzkraft 10N betragt, die von herkommlichen Bestuckungsauto- 
maten nicht aufgebracht werden kann. Dies gilt dann urn so mehr fOr die Kraft zum 
Einrasten, die ublicherweise 60N bis 110N betrSgt Daher mQssen bisher solche 

30 Bauteile manuell eingesetzt und verrastet werden. Dies erfordert jedoch einen ho- 
hen Aufwand. 
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Der Erfindung Hegt die Aufgabe zugrunde, ein Bauteil und ein Verfahren der o.g. 
Art dahingehend zu verbessern, dali ein Bestucken und Verrasten dieses Bauteils 
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auf einer Leiterplatte maschinell prozeBsicher und mit wenig Aulwand ausgefQhrt 
werden kann. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB durch ein Bauteil der o.g. Art mit den in An- 
5 spruch 1 gekennzeichneten Merkmalen und durch ein Verfahren mit den in An- 
spruch 6 angegebenen Vertahrensschr'rtten gelost. Vorteilhafte Ausgestaltungen 
der Erfindung sind in den weiteren AnsprQchen beschrieben. 

Bei einem Bauteil der o.g. Art ist es erfindungsgemaB vorgesehen, daB die Rast- 
io nase am Zapfen derart angeordnet und ausgebildet ist, daB der AuBenumfang des 
Zapfens im Bereich der Rastnase kleiner ist als der Durchmesser des Loches in 
der Leiterplatte, wobei der AuBenumfang des in das Loch der Leiterplatte hinein 
ragenden Abschnittes des Zapfens derart ausgebildet ist, daB sich zwischen dem 
AuBenumfang dieses Abschnittes und der Innenwandung des Loches in der Lei- 
15 terplatte Dber wenigstens einen Teil des AuBenumfangs ein derartiger Zwischen- 
raum mit Kapillaritat fur Lot ergibt, daB wahrend eines Ldtvorgangs auf der Ober- 
flache der Leiterplatte befindliches Lot durch Kapillarwirkung in den Zwischenraum 
hinein und diesen ausfQIIend eindringt. 

20 Bei einem Verfahren der o.g. Art sind erfindungsgemaB folgende Schritte vorge- 
sehen: Auftragen von Lotpaste um wenigstens einen Teil des Umfanges des Lo- 
ches auf die Leiterplatte herum, Aufsetzen des Bauteils mit dem Zapfen im Loch 
der Leiterplatte auf diese, Erhitzen des um das Loch herum angeordneten Lotes, 
so daB das Lot unter Kapillarwirkung in den Zwischenraum mit Kapillaritat ein- 

25 dringt, und Abkuhlen des in das Loch eingedrungenen Lotes, so daB dieses aus- 
hartet 

Dies hat den Vorteil, daB zum Bestucken und Verrasten des Bauteils auf der Lei- 
terplatte keine besonders hohe Kraft notwendig ist, so daB diese Arbeit automati- 
30 siert maschinell auf einer FertigungsstraBe far Leiterplatten mit BestGckungsauto- 
mat und HeiBluftofen durchgefQhrt werden kann, wobei nach dem LOtvorgang im 
HeiBluftofen automatisch eine Verrastung des Bauteils mit dem in das Loch in der 
Leiterplatte eingedrungenen Lot hergestellt ist. Gleichzeitig ergibt sich ein tole- 
ranzfreier FormschluB zwischen Zapfen und Innenumfang des Loches in der Lei- 
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terplatte in einer Ebene der Leiterplatte. Die BestQckung von Bauteilen mit Verras- 
tung kann dadurch sehr kostengOnstig bei gleichzeitig hohen Haltekraften und we- 
nig Toleranz erfolgen. 

5 Eine formschlussige Verbindung ohne Toleranzen in Richtung entlang einer 
Langsachse des Loches in der Leiterplatte erzielt man dadurch, daS die Rastnase 
am Zapfen derart angeordnet und ausgebildet ist, daR bei vollstandig auf die Lei- 
terplatte aufgesetztern Bauteil die Rastnase innerhalb des Loches in der Leiter- 
platte angeordnet ist. 

o 

Zum weiteren UnterstQtzen der Kapillarwirkung ist der Umfang des Zapfens in 
Langsrichtung uber den gesamten im Loch der Leiterplatte befindlichen Abschnitt 
mit wenigstens einer Ausnehmung ausgebildet 



15 Einen besonders guten FormschluR zwischen dem in das Loch in der Leiterplatte 
eindringenden Lot und der Leiterplatte erzielt man dadurch, daR das Loch in der 
Leiterplatte metallisiert ist. 

Der Zapfen ist beispielsweise aus Kunststoff hergestellt, so daft an diesem keine 
20 mechanisch feste Verbindung mit dem Lot entsteht. 

Die Erfindung wird im folgenden anhand der Zeichnung naher erlautert Diese 
zeigt in: 



25 Fig. I eine bevorzugte Ausfuhrungsform eines Bauteils aufgesetzi auf eine Lei- 
terplatte in Aufeicht, 



Fig. 2 eine Ansicht von Detail X von Fig. 1 vor einem Lotvorgang, 
30 Fig. 3 eine Schnittansicht entlang Linie A-A von Fig. 2, 

Fig. 4 eine Ansicht von Detail X von Fig. 1 nach einem Lotvorgang und 



Fig. 5 



eine Schnittansicht entlang Linie B-B von Fig. 4. 
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Fig. 1 zeigt eine bevorzugte Ausfuhrungsform eines Bauteils fQr eine Leiterplatte 
32. Das Bauteil umfaGt ein Gehause 10, dem zwei Zapfen 28 angeformt sind. In 
Fig. 1 ist das Bauteil auf die Leiterplatte 32 aufgesetzt, wobei jeder Zapfen 28 in 
5 ein metallisiertes Loch 30 in der Leiterplatte 32 greift. 

Fig. 2 und 3 veranschaulichen zusatzlich den Zustand des aufgesetzten Bauteils 
vor einem LQtvorgang, wobei eine Metallisierung 56 des Loches 30 ersichtlich ist. 
Um einen Teil des Umfanges des Loches 30 ist Lotpaste 50 aufgetragen und der 

10 Zapfen 28 ragt in das Loch 30 hinein. Der Zapfen 28 ist an seinem freien Ende mit 
einer Rastnase 52 ausgebildet, wobei der Durchmesser des Zapfens 28 irn Be- 
reich der Rastnase 52 kleiner ist als der Innendurchmesser des Loches 30. Auch 
im restlichen Abschnitt des Zapfens 28, der in das Loch 30 eingreift, ist der Durch- 
messer des Zapfens 28 kleiner ausgebildet als der Innendurchmesser des Loches 

15 30. Zusatzlich ist die Lange des Zapfens 28 derart gewahlt, dafc sich bei 
vollstandig auf die Leiterplatte 32 aufgesetztem Bauteil die Rastnase 52 noch in- 
nerhalb des Loches 30 befindet, wie insbesondere aus Fig. 3 ersichtlich. Zusatz- 
lich ist der Zapfen 28 in Langsrichtung mit Ausnehmungen 5$ versehen, wie ins- 
besondere aus Fig. 2 ersichtlich. Der geringere Durchmesser des Zapfens 28 im 

20 Vergleich zum Loch 30 und die Ausnehmungen 54 sind derart gewahlt, daft zwi- 
schen dem Auftenumfang des Zapfens 28. und dem Innenumfang des Loches 30 
ein Zwischenraum mit kapillaren Eigenschaften ausgebildet ist. 

In einem Herstellungsverfahren, bei dem zunachst alle Bauteile von einem BestQ- 
25 ckungsautomaten auf die Leiterplatte 32 aufgesetzt werden und anschlieftend ein 
Lotvorgang in einem Heiftluftofen erfolgt, wird das Lot 50 erwarmt und geht in die 
flussige Phase uber. Das flussige Lot 50 dringt dann durch die Kapillarwirkung 
sowie zusStzlich unterstQtzt von einer Adhasionskrafi: in den Zwischenraum zwi- 
schen dem Auftenumfang des Zapfens 28 und dem Innenumfang des Loches 30 
30 ein und ftillt diesen im wesentlichen vollstandig aus. Das Lot 50 ist dabei vor dem 
Lotvorgang auch auf nicht metallisierten Bereichen um das Loch 30 herum ange- 
ordnet, wodurch sich entsprechende Adhasionskrafte in Richtung Loch 30 erge- 
ben. 
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Fig. 4 und 5 zeigen den Zustand nach dem AbkQhlen und Ausharten des Lotes 50. 
Der Zwischenraum ist vom Lot 50 gefUllt, und das Lot 50 hat sich mlt der Metalli- 
sierung 56 des Loches 30 formschlussig verbunden. Dies ergibt bereits eine form- 
schlQssige Verbindung zwischen der Leiterplatte 32 und dem Zapfen 28 in einer 

5 Ebene der Leiterplatte 32. Zusatzlich ergibt sich durch die Rastnase 52 ein 
FormschluB in Richtung der Langsachse des Loches 30, d.h. in eine Richtung 
senkrecht zur Leiterplatte 32. Insgesamt ist somit der Zapfen 28 in alien drei Rich- 
tungen des Raumes fest mit der Leiterplatte 32 verbunden bzw. verrastet. Zusatz- 
lich kann diese Verbindung Drehmomentkrafte aufnehmen, ohne daB sich der 

10 Zapfen 32 aus dem Loch 30 lost. Hierfur muBte jedoch, wie unmittelbar ersichtlich, 
keine Einsteckkraft oder Verrastkraft aufgewendet werden. Die Verrastung wurde 
automatisch im Lotvorgang hergestellt. Zusatzlich ist offensichtlich, da& die Ver- 
bindung zwischen Zapfen 28 und Leiterplatte 32 toleranzfrei ist. 



1 
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Patentanspruche: 

5 

1. Bauteil far eine Leiterplatte (32) mit einem Gehause (10), an dem wenigs- 
tens ein Zapfen (28) zum Eingriff in ein Loch (30) der Leiterplatte (32) aus- 
gebildet ist, wobei der Zapfen (28) wenigstens eine Rastnase (52) aufweist, 
10 welche in radialer Richtung bzgl. des Zapfens (28) Qber dessen AuBenum- 

fang hinausragt, 

dadurch g e ke n n ze i c h n e t , 

dad die Rastnase (52) am Zapfen (28) derart angeordnet und ausgebildet 
ist, daB der AuBenumfang des Zapfens (28) im Bereich der Rastnase (52) 

is kleiner ist als der Durchmesser des Loches (30) in der Leiterplatte (32), wo- 

bei der AuBenumfang des in das Loch (30) in der Leiterplatte (32) hinein 
ragenden Abschnittes des Zapfens (28) derart ausgebildet ist, daB sich zwi- 
schen dem AuBenumfang dieses Abschnittes und der Innenwandung des 
Loches (30) in der Leiterplatte (32) Qber wenigstens einen Teil des AuBen- 

20 umfangs ein derartiger Zwischenraum mit Kapillaritat fur Lot ergibt, daB 

wahrend eines Lotvorgangs auf der Oberflache der Leiterplatte (32) befind- 
liches Lot (50) durch Kapillarwirkung in den Zwischenraum hinein und die- 
sen ausfullend eindringt. 

25 2. Bauteil nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die Rastnase (52) 
am Zapfen (28) derart angeordnet und ausgebildet ist, daB bei vollstandig 
auf die Leiterplatte (32) aufgesetztem Bauteil die Rastnase (52) innerhalb 
des Loches (30) in der Leiterplatte (32) angeordnet ist. 

30 3. Bauteil nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeiehnet, daB der Urn- 
fang des Zapfens (28) in Langsrichtung Qber den gesamten im Loch (30) 
der Leiterplatte (32) befindlichen Abschnltt mit wenigstens einer Ausneh- 
mung (54) ausgebildet ist 
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4. Bauteil nach wenigstens einem der vorhergehenden AnsprQche, dadurch 
gekennzeichnet, daR das Loch (30) in der Leiterplatte (32) metallisiert ist. 

5. Bauteil nach wenigstens einem der vorhergehenden AnsprQche, dadurch 
gekennzeichnet, da(J der Zapfen aus Kunststoff hergestellt ist. 

6. Verfahren zum BestQcken einer Leiterplatte mit einem Bauteil, welches ge- 
mafJ wenigstens einem der vorhergehenden AnsprQche ausgebildet ist, 
gekennzeichnet durch 

Auftragen von Lotpaste um wenigstens einen Teil des Umfanges des Lo- 
ches auf die Leiterplatte herum, 

Aufsetzen des Bauteils mit dem Zapfen im Loch der Leiterplatte auf diese, 
Erhitzen des um das Loch herum angeordneten Lotes, so dafS das Lot unter 
Kapillarwirkung in den Zwischenraum mit Kapillaritat eindringt, und 
AbkQhlen des in das Loch eingedrungenen Lotes, so dad dieses aushartet. 



